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Dortmund

Jahresabschluss und L agebericht
31. Dezember 2004

- Zur Einreichung zum Handelsregister -



BESCHEINIGUNG

Der zur Offenlegung bestimmte Jahresabschluss und der Lagebericht entsprechen den gesetz-
lichen Vorschriften. Zu dem Jahresabschluss und Lagebericht haben wir den folgenden Bestéti-
gungsvermerk erteilt:

» Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den La-
gebericht der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, fir das Geschaftgahr vom
1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004 geprift. Die Buchfihrung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den erganzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung tber den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchfihrung und Gber den Lagebericht ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach 8§ 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsétze ord-
nungsmaldiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu pla-
nen und durchzuftihren, dass Unrichtigkeiten und Verstof3e, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsédtze ord-
nungsmalliger Buchfihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermobgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die
Kenntnisse Uber die Geschaftstétigkeit und tber das wirtschaftliche und rechtliche
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen tber mdgliche Fehler berticksich-
tigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfihrung,
Jahresabschluss und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teillt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsét-
ze und der wesentlichen Einschétzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wir-
digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fir
unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsdtze ordnungsméidiger Buchfiihrung ein den tatsdchlichen Verhdltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragsage der Gesellschaft.
Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Dortmund, 11. Februar 2005

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprifungsgesellschaft

gez. Brorhilker gez. Muzzu
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer
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ELMOS Semiconductor AG, Dortmund Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2004
AKTIVA 31.12.2003 PASSIVA 31.12.2003
EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR
A. ANLAGEVERMOGEN A. EIGENKAPITAL
. Immaterielle Vermoégensgegenstande I.  GezeichnetesK apital 19.300.000,00 19.300
1. Softwareund Lizenzen 12.873.829,33 7.427 II. Kapitalrucklage 84.000.000,00 84.000
2. Geeistete Anzahlungen 4.218.137,89 7.215
17.091.967,22 14.642 1. Gewinnrlcklagen
Il. Sachanlagen
Andere Gewinnrlicklagen 102.223,64 102
1.  Grundstiicke und Bauten 10.048.956,56 8.743
2. Technische Anlagen und Maschinen 16.288.225,81 12.744 V. Bilanzgewinn 40.461.865,71 28.572
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 2.170.663,36 1.350 143.864.089,35 131.974
4. Gdestete Anzahlungen und Anlagenim Bau 9.462.085,83 3.266
37.969.931,56 26.103 B. RUCKSTELLUNGEN
[11. Finanzanlagen
1.  Rickstellungen fiir Pensionen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 61.593.706,59 32.348 und ahnliche Verpflichtungen 1.704.231,00 1.193
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 164 2. Steuerriickstellungen 3.767.671,95 2.053
3. Beteiligungen 247.348,77 326 3.  Sonstige Rickstellungen 4.329.796,07 3.438
4.  Audleihungen an Unternehmen, mit denen ein 9.801.699,02 6.684
Beteiligungsverhaltnis besteht 992.131,21 1.009
5. Wertpapiere des Anlagevermdgens 724.344,00 724 C. VERBINDLICHKEITEN
6. Sonstige Auslethungen 0,00 92
63.557.530,57 34.663 1.  Vebindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 14.245.081,77 12.714
118.619.429,35 75.408 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 135.361,20 28
B. UMLAUFVERMOGEN 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.030.428,12 5.504
4.  Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener
. Vorréte Wechseal und der Ausstellung eigener Wechsel 2.500.000,00 5.100
5. Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen Unternehmen 4.631.849,91 4.088
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.447.732,45 4.709 6.  Verbindlichkeiten gegenliber Unternehmen, mit
2. Unfertige Erzeugnisse 9.865.550,00 10.442 denen ein Beteiligungsverhdltnis besteht 10.286,58 2
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 4.633.541,79 2.887 7.  Sonstige Verbindlichkeiten 2.251.781,18 2.127
19.946.824,24 18.038 31.804.788,76 29.563
1. Forderungen und sonstige Ver mdgensgegenstande
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.410,00 0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 16.668.712,67 16.668
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 10.648.443,90 35.810
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhdltnis besteht 348,00 16
4. Songtige Vermdgensgegenstande 4.985.721,33 4111
32.303.225,90 56.605
[11. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.596.556,20 15.246
64.846.606,34 89.889
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.008.951,44 2.924
185.474.987,13 168.221 185.474.987,13 168.221
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ELMOS Semiconductor AG, Dortmund Anlage 2
Gewinn- und Verlustrechnung fur 2004
2003
EUR TEUR
1. Umsatzerldse 127.143.231,90 102.980
2. Erhdhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen +1.170.671,27 -1.366
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 913.097,08 987
4. Sonstige betriebliche Ertrége 7.499.265,73 9.657
136.726.265,98 112.258
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und fur bezogene Waren -14.296.154,75 -11.199
b) Aufwendungen flir bezogene L eistungen -26.835.990,06 -19.546
6. Personalaufwand
a) Lohneund Gehdlter -23.441.070,58 -22.118
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
fur Altersversorgung -4.740.297,51 -3.960
davon fir Altersversorgung
EUR 511.430,64 (Vj. TEUR 88)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermogens-
gegenstande des Anlagevermdgens und Sachanlagen -6.894.521,29 -9.550
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -37.155.601,90 -32.883
-113.363.636,09 -99.256
23.362.629,89 13.002
9. Ertrége aus Beteiligungen 655.918,79 1.213
davon aus verbundenen Unternehmen
EUR 655.918,79 (Vj. TEUR 225)
10. Ertrége aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanl agevermdgens 3.944.906,58 0
11. Sonstige Zinsen und &hnliche Ertrége 1.280.109,97 1371
davon aus verbundenen Unternehmen
EUR 684.549,73 (Vj. TEUR 1.185)
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermogens 0,00 -401
13. Zinsen und &hnliche Aufwendungen -5.576.005,55 -1.338
davon an verbundene Unternehmen
EUR 71.304,17 (Vj. TEUR 89) 304.929,79 845
14. Ergebnis der gewohnlichen Geschéftstétigkeit 23.667.559,68 13.847
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8.945.055,15 -5.562
16. Sonstige Steuern -323.121,08 -175
-9.268.176,23 -5.737
17. Jahresiiberschuss 14.399.383,45 8.110
18. Gewinnvortrag aus dem V orjahr 26.062.482,26 20.462
19. Bilanzgewinn 40.461.865,71 28.572
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Anlage 3/1

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Anhang 2004

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemal3 88 242 ff. und 88 264 ff. HGB sowie nach den
einschlagigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften
fur grof3e Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkos-
tenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Fur die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden mal3gebend. Anderungen ergaben sich im Fall der Ab-
schreibungen auf Sachanlagen. Die betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauern fur die technische
Anlagen im Backend-Bereich (Tester) und Mietereinbauten wurden aufgrund betrieblicher
Erhebungen erhdht. Hieraus ergab sich eine positive Ergebnisauswirkung von TEUR 674 vor
Steuern.

Erworbene immaterielle Ver mogensgegenstande sind zu Anschaffungskosten bilanziert und
werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmé-
Bige Abschreibungen (3 — 5 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagever mogen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird,
soweit abnutzbar, um planméfiige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten
selbsterstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezo-
gen. Die Vermdgensgegenstande des Sachanlagevermdgens werden nach Mal3gabe der vor-
aussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter HOchstsétze abge-
schrieben. Soweit steuerlich zuléssig, wird fur bewegliche Anlagegiter die degressive Ab-
schreibungsmethode angewandt. Der Ubergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, fir
welches die lineare Methode erstmals zu hoheren Jahresabschreibungsbetragen fuihrt. Die Ub-
rigen Anlageglter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegiter bis zu einem
Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Abschreibungen
auf Zugange des Sachanlagevermogens erfolgen grundsétzlich zeitanteilig.
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Anlage 3/2

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten
bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsdtzlich zum Nennwert
angesetzt.

Die Vorrate werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Ta-
geswerten angesetzt. Die Bestdnde an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu Einstandsprei-
sen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf
der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobel neben den
direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungsihnen und Sondereinzelkosten auch
Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen entsprechend dem steuerrecht-
lichen Mindestumfang berticksichtigt werden. In allen Féllen wurde verlustfrei bewertet, d. h.
es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschlage fir noch anfallende Kosten
vorgenommen.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermdgen, die sich aus tUberdurchschnittlicher Lager-
dauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind
durch angemessene Abwertungen beriicksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande sind zum Nennwert angesetzt. Allen
risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rech-
nung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschl&ge berticksichtigt.

Die Rickstellungen fur Pensionen und Vorruhestandsver pflichtungen werden in steuer-
lich zulassiger Hohe ausgewiesen. Den nach versicherungsmathematischen Grundséatzen er-
mittelten Teilwerten gemal3 § 6a ESIG liegt unter Verwendung der Sterbetafeln 1998 ein
Rechnungszinsfuld von 6 Prozent zugrunde.

Die Steuerriuckstellungen und die sonstigen Ruckstellungen berticksichtigen alle ungewis-
sen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschéften. Sie sind in der
Hohe angesetzt, die nach verniinftiger kaufménnischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Riickzahlungsbetrag angesetzt. Zuschiisse auf Entwicklungsleis-
tungen werden als Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Fremdwahrungen wurden zu Umrechnungskursen am Tage ihrer Entstehung oder zu niedri-
geren bzw. hdheren Stichtagskursen bilanziert.
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Erlauterungen zur Bilanz
Anlagever mogen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermdgens ist unter Angabe der Abschrei-
bungen des Geschéftgjahres im Anlagenspiegel dargestellt.
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Entwicklung des Anlagever mogens

Anlage 3/4

AW

AW PR

ul

Immaterielle Ver mdgensgegenstande

Software und Lizenzen
Geleistete Anzahlungen

Sachanlagen

Grundstticke und Bauten

Technische Anlagen und Maschinen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung
Geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Beteiligungen

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhaltnis besteht
Wertpapiere des Anlagevermdgens
Sonstige Ausleihungen

Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

Zuschreibung

wg. steuerlicher
1.1.2004 Zugange Umbuchungen Abgange 31.12.2004 1.1.2004 Zugange AuRenpriifung  Umbuchungen Abgange 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2003
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TEUR
13.270.752,45  2.629.867,45 4.597.821,38 2.854,00 20.495.587,28  5.844.087,68 1.778.780,16 0,00 0,00 1.109,89 7.621.757,95 12.873.829,33 7.427
7.215.230,19 1.200.729,08 -4.197.821,38 0,00 4.218.137,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.137,89 7.215
20.485.982,64  3.830.596,53 400.000,00 2.854,00 24.713.725,17  5.844.087,68 1.778.780,16 0,00 0,00 1.109,89 7.621.757,95 17.091.967,22 14.642
10.631.994,92 158.873,23 1.217.777,55 0,00 12.008.645,70  1.889.270,60 679.715,33 615.494,74 6.197,95 0,00 1.959.689,14  10.048.956,56 8.743
71.666.286,61 3.382.730,38 3.784.523,19 830.351,59 78.003.188,59 58.922.365,84 3.615.186,51 0,00 0,00 822.589,57 61.714.962,78  16.288.225,81 12.744
5.462.449,79 1.602.505,78 * 40.495,14 261.788,55 * 6.843.662,16  4.112.487,28 820.839,29 0,00 -6.197,95 254.129,82 4.672.998,80 2.170.663,36 1.350
3.266.544,92  12.152.062,02 -5.442.795,88 513.725,23 9.462.085,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.462.085,83 3.266
91.027.276,24  17.296.171,41 -400.000,00 1.605.865,37  106.317.582,28 64.924.123,72 5.115.741,13 615.494,74 0,00 1.076.719,39 68.347.650,72  37.969.931,56 26.103
32.348.283,47  45.793.441,02 80.432,00 16.628.449,90 61.593.706,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.593.706,59 32.348
163.940,71 0,00 0,00 163.940,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164
635.780,77 2.000,00 -80.432,00 0,00 557.348,77 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 247.348,77 326
1.900.309,37 472.309,92 0,00 1.380.488,08 992.131,21 891.000,00 0,00 0,00 0,00 891.000,00 0,00 992.131,21 1.009
724.344,00 0,00 0,00 0,00 724.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724.344,00 724
91.350,00 0,00 0,00 91.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92
35.864.008,32  46.267.750,94 0,00 18.264.228,69 63.867.530,57  1.201.000,00 0,00 0,00 0,00 891.000,00 310.000,00  63.557.530,57 34.663
147.377.267,20 67.394.518,88 0,00 19.872.948,06  194.898.838,02 71.969.211,40 6.894.521,29 615.494,74 0,00 1.968.829,28 76.279.408,67 118.619.429,35 75.408

* davon fiktiver Abgang geringwertiger Wirtschaftsgiter in Hohe von EUR 159.281,74
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Angaben zum Anteilsbesitz

Inland
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt

attoSENSOR GmbH, Penzberg

ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG,
Dortmund

ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG,
Dortmund

ELMOS Semiconductor Siid GmbH,
Unterschleithem

Epigone Grundstiicksverwaltungsgesel | schaft
mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz

Exedra Grundstiicksverwal tungsgesel I schaft
mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz

GED Gértner Elektronic Design GmbH,
Frankfurt/Oder

Gesdllschaft fir Halbleiterpriftechnik mbH,
Dortmund

IndustrieAl pine Bautréger GmbH, Miinchen

M echal ess Systems GmbH, Karlsruhe
Ausland

Elmos Advanced Packaging B.V., Nijmegen (NL)
ELMOS Cdlifornia Inc., Milpitas (USA)
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL)
EL-MOS France S.A., Nanterre (F)

ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills (USA)
Elmos Services B.V., Nijmegen (NL)

ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen (NL)
Elmos USA Inc., Farmington Hills (USA)

European Semiconductor Assembly (Eurasem) B.V.,

Nijmegen (NL)

Micro Systems on Silicon (MOS) Limited,
Pretoria (Stdafrika)

Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA)

Anlage 3/5

Waéhrung Beteiligungen Eigenkapital Ergebnisin
% in TEUR/LW Tausend

EUR 33,33 - -rx
EUR 30,00 97,6 1.287,1
EUR 100,00 173,0 54,8*
EUR 100,00 92,2 91,1*
EUR 100,00 187,5 17,9*
EUR 100,00 16,7 2,5
EUR 94,00 08 -5,6
EUR 73,90 345,2 56,3

EUR 100,00 - e

EUR 51,00 - -k
EUR 51,00 3431 2409
EUR 100,00 17,8 -0,2*
usD 100,00 133,9 63,0*
EUR 100,00 -425,4 -461,0*
EUR 74,97 21825 1.082,1
usD 100,00 -3.586,5 -940,2*
EUR 100,00 73.137,6 27.977,4
EUR 100,00 4.553,1 14.872,6*

usD 100,00 - -k
EUR 100,00 31.548,0 20.050,9*
*

ZAR 87,00 - k%
usD 100,0 4.212,3 93,5*

*  Eshanddt sich um mittelbaren Antellsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.
** Esliegt bisang kein aktueller Jahresabschluss der Gesellschaft vor.
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Anlage 3/6

Forderungen und Vermdgensgegenstande

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande haben bis auf einen Betrag von
TEUR 854 (Vj. TEUR 627) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermogensgegenstéanden sind aktivierte Forderungen auf Erstattung von
verauslagten Entwicklungskosten in Hohe von TEUR 1.329 (Vj. TEUR 1.492) sowie ein Ak-
tivwert aus einer Rickdeckungsversicherung in Hohe von TEUR 798 (V]. TEUR 627) enthal-
ten.

Eigenkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2004 aus 19.300.000 auf den Inhaber lautenden, nenn-
wertlosen Stiickaktien bestehende Grundkapital in Hohe von EUR 19.300.000,00 ist voll ein-
gezahlt.

Der Vorgand ist erméchtigt, das Grundkapital bis zum 5. April 2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates um bis zu EUR 9.650.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 9.650.000 Stiick neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage
zu erhdhen (Genehmigtes Kapital I).

Bei Kapitalerhthungen gegen Bareinlage kann das Bezugsrecht der Aktiondre ganz oder teil-
weise in dem Beschluss Uber die Erhéhung des Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn
die Kapitalerhbhung gegen Bareinlage zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht tUbersteigt
und der Ausgabebetrag den Borsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorgtand ist fer-
ner erméachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbetrége vom Bezugsrecht der Akti-
onare auszuschliefen.

Darliber hinaus ist der Vorstand erméchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktiondre bei Kapitalerhthungen gegen Sacheinlage zum Zweck des Erwerbs von
Unternehmen oder Betelligungen an Unternehmen auszuschlief3en. Der Vorgtand ist ferner
erméachtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhdhung und ihrer Durchfuhrung mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats festzulegen.
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Anlage 3/7

Das Grundkapital ist um EUR 1.000.000,00, eingeteilt in 1.000.000 nennwertlose Stiickakti-
en, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag
des Grundkapitals von EUR 1,00, bedingt erhoht. Die bedingte Kapitalerhbhung dient aus-
schliefdlich der Gewédhrung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Fuhrungskréfte und
Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Fiihrungsorgane und an Mitarbeiter ver-
bundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgefihrt, wie im Rahmen des Aktienopti-
onsprogramms der Gesellschaft nach Mal3gabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte
diese ausiiben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschéftsjahres an, in dem sie
durch Auslibung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu EUR 5.000.000,00 eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf
den Namen lautende Stiickaktien bedingt erhdht (bedingtes Kapital I1). Die bedingte Kapital-
erh6hung wird nur insoweit durchgefihrt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wand-
lungsrechten aus bis zum 25. April 2007 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder
mittelbare inlandische oder auslandische 100-prozentige Beteiligungsgesellschaft der Gesell-
schaft gemal? der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 26. April 2002 begebenen
Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung
verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren
inlandischen oder auslandischen 100-prozentigen Beteiligungsgesellschaften bis zum 25. Ap-
ril 2007 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfillen.
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschéftjahres an, in dem sie durch Ausiibung
von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfullung von Wandlungspflichten entste-
hen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu nominal EUR 930.000,00 bedingt erhoht
(Bedingtes Kapital 111). Die bedingte Kapitalerhthung wird nur durch Ausgabe von bis zu
930.000 neuen Stuckaktien ohne Nennwert mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Ge-
schéftsjahres der Ausgabe der Aktien und nur zur Einldsung von Bezugsrechten durchgeftihrt,
die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG in dem Zeit-
raum vom 1. Oktober 2004 bis zum 26. April 2009 gewéahrt werden. Der Vorstand — und so-
weit es die Mitglieder des Vorstands betrifft der Aufsichtsrat — wird angewiesen, im Rahmen
dieses Aktienoptionsplans 2004 bis zu 930.000 Stuick Bezugsrechte auf je 1 Aktie der Gesell-
schaft an die unten bezeichneten Berechtigten unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
ndre in jahrlichen Tranchen auszugeben. Die bedingte Kapitalerhbhung ist nur insoweit
durchzufiihren, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG
aus dem bedingten Kapital Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Bezugs-
rechte hiervon innerhalb der Ausiibungsfrist Gebrauch machen. Jedes Bezugsrecht berechtigt
zum Bezug einer Stuickaktie ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von EUR 1,00.
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Es bestehen Bezugsrechte geméld § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus einem Aktienoptionspro-
gramm fUr Vorstandsmitglieder, Fuhrungskréfte und Mitarbeiter zum Erwerb von 518.157
Aktien.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 26.062 enthalten; im Ubrigen verweisen
wir auf den unten stehenden Vorschlag fir die Verwendung des Bilanzgewinns.

Ruckstellungen

Die Pensionsriickstellungen wurden fur Mitglieder des Vorstandes gebildet.

Die Steuerriickstellungen betreffen Ertragsteuern.

Die sonstigen Ruckstellungen wurden im Wesentlichen fir Urlaubsanspriiche, Tantiemen,
Berufsgenossenschaft, Garantieleistungen, Lizenzen, nachkommende Rechnungen, Verluste
aus schwebenden Geschéften, Aufsichtsratsvergitungen und steuerliche Risiken gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Ver-
bindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegentiber Gesellschaftern.
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Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit

1

Derivative Finanzinstrumente

Verbindlichkeiten
gegenliber Kreditinstituten

Erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus

der Annahme gezogener
Wechsal und der Ausstellung
eigener Wechsel

Verbindlichkeiten gegentiber
verbundenen Unternehmen

Verbindlichkeiten gegentiber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhaltnis besteht

Sonstige Verbindlichkeiten
(Vorjahr)
- davon aus Steuern
(Vorjahr)
- davon im Rahmen der
soziaden Sicherheit
(Vorjahr)
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Restlaufzeit

gesamt unter 1hbis5 Uber 5 gesamt
31.12.2004 1 Jahr Jahre Jahre  31.12.2003
14.245 13.689 556 0 12.714
135 135 0 0 28
8.030 8.030 0 0 5.504
2.500 2.500 0 0 5.100
4.632 4.632 0 0 4.088
10 10 0 0 2

2.252 1.315
(2.127) (2.127) 937 0 2127

317 317
(354) (354) 0 0 34

635 635
(556) (556) 0 0 556

Im abgelaufenen Jahr hat die Gesellschaft einen Bonus Zinssatz-Swap fur einen Nominalbe-
trag in HOhe von TEUR 20.000 und einer Laufzeit vom 14. April 2003 bis zum 14. April
2008 abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist der Tausch eines Festzinssatzes in Hohe
von 5,250 % p. a gegen einen variablen Zinssatz in Hohe der Euro Interbank Offered Rate
(EURIBOR-Telerate) fur 3-Monatsgelder.

Zum Stichtag wurde das Finanzderivat zum Marktwert bewertet. Es wurde eine Rickstellung
fur drohende Verluste aus schwebenden Geschéften in Hohe von TEUR 186 gebildet.
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Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Die Darlehen sind durch Sicherungsiibereignungen diverser angeschaffter Maschinen und
Gerédte sowie einer Grundschuld am gewerblichen Objekt Emil-Figge-Stral3e 83 / Heinrich-
Hertz-Str. 1 und Joseph-von-Fraunhofer-Str. 9, 44227 Dortmund (Eigentuimer: Exedra Grund-
stiicksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz) gesichert. Die Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, bis auf brancheniblich verléangerte Eigen-
tumsvorbehalte von Lieferanten im Wesentlichen nicht besichert. Die sonstigen Verbindlich-
keiten sind ebenfalls nicht besichert.

Haftungsverhéltnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhaltnisse

Die Gesellschaft hat 2003 eine Burgschaft fir eine Kreditlinie in Hohe von USD 1.500.000,00
Ubernommen, welche einem verbundenen Unternehmen gewahrt wurde. Zum Abschlussstich-
tag hat das verbundene Unternehmen die Kreditlinie in Hohe von USD 1.491.614,00 in An-
spruch genommen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Leasingvertrage fur das Betriebs- und Verwaltungsgebdude, fir Be-
triebsvorrichtungen und das Parkhaus sowie fir ein weiteres Blrogebdude abgeschlossen,
deren Laufzeiten sich bis 2006, 2020, 2021, 2022 und 2030 erstrecken. Aul3erdem hat die
Gesellschaft Leasingvertrége fur technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und
Geschéftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2007 erstrecken. Daneben be-
stehen Leasingvertrége fur den Fuhrpark, Biromaschinen und technische Anlagen und Ma-
schinen in betriebsiiblichem Umfang.
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Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden nichtkiindbaren oben genannten Vertrage summie-
ren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Betrage wie folgt:

Leasingvertrage
TEUR
2005 15.405
2006 14.402
2007 4.928
2008 3.737
2009 3.717
Folgejahre 44.802
Aus ertellten Investitionsauftrégen besteht ein Bestellobligo von TEUR 13.454.
Erlauterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Umsat zerlose
2004 2003
TEUR TEUR
nach Sparten:
Produktion 121.871 98.275
Entwicklung 4.714 4.233
Sonstiges 558 472
Nettoumsatzerlose 127.143 102.980
2004 2003
TEUR TEUR
nach Regionen:
Inland 60.119 54.936
Ubrige EU-Lander 46.453 32.935
USA 11.807 9.893
Ubrige Lander 8.764 5.216
Nettoumsatzerlose 127.143 102.980
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Sonstige betriebliche Ertrage

Bei den sonstigen betrieblichen Ertragen handelt es sich im Wesentlichen um Ertrége aus der
Zuschreibung des Finanzanlagevermogens (TEUR 891), Ertrége aus Anlagenabgangen
(TEUR 30), Ertrage aus der Auflésung von Ruickstellungen (TEUR 23), Ertrége aus der Auf-
[6sung von Wertberichtungen auf Forderungen (TEUR 555) sowie (auf3erordentliche) Ertrage
aus Anpassungen aus Betriebsprifung (TEUR 672). Darlber hinaus werden im Wesentlichen
Ertréage aus Wahrungsdifferenzen, Projektforderungen, privater Pkw-Nutzung, Erhéhung des
Aktivwertes der Ruckdeckungsversicherung, Weiterberechnungen, Mieten, Wahrungsdiffe-
renzen und aus Schadenserstattungen ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen
aus Garantieleistungen (TEUR 802) sowie Forderungsverluste (TEUR 576).

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Gunter Zimmer, Duisburg, Institutdeiter (\V orsitzender)

Dr. Burkhard Dreher, Dortmund, Dipl.-Volkswirt (stellvertretender Vorsitzender)
Herbert Sporea, Altwittenbek, Kaufmann

Dr. Roland Mecklinger, Steinfeld-Hausen, Diplom-Ingenieur

Dr. Wolfgang Heinke, Reutlingen, Diplom-Physiker

Dr. Karl-Thomas Neumann, Meine, Diplom-Ingenieur

Herr Prof. Dr. GUnter Zimmer Ubt zwei weitere Aufsichtsratsmandate (Wacker Siltronic AG,
active photonics AG), Herr Dr. Burkhard Dreher weitere vier (Deutsche Steinkohle AG bis
24. Mai 2004, Harpen AG, Siepe AG bis 16. November 2004, EKO Stahl GmbH seit 22. Juni
2004), Herr Herbert Sporea Ubt zwei weitere Mandate (TOP Business AG und Beiratsmitglied
der Mechaless Systems GmbH) und Herr Dr. Karl-Thomas Neumann ein weiteres Aufsichts-
ratmandat (SupplyOn AG) aus.
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Vorstand

Diplom-Kfm. Knut Siegfried Hinrichs, Gluckstadt (Vorsitzender)
Dr. rer.-nat. Klaus Weyer, Schwerte
Dr. rer.-nat. Peter Thoma, Unterschlei3heim

Diplom-Ing. Reinhard Senf, Iserlohn

Gesamtbeziige des Vorstands

Die Beziige des Vorstands teilen sich in fixe Beziige und variable, erfolgsorientierte Bezilige
auf, die sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ableiten. Eine langfristi-
ge Bindung wird durch die Ausgabe von Aktienoptionen erreicht, die jahrlich vom Aufsichts-
rat gemeinsam und in Ubereinstimmung mit dem Aktienoptionsprogramm fiir die Mitarbeiter
unterhalb des Vorstands beschlossen wird.

Demnach betrugen die Beziige des Vorstands fur 2004 insgesamt TEUR 1.332. Hiervon ent-
fallt auf den fixen Bestandtell TEUR 897 und auf den variablen Teil TEUR 435.

Bislang wurden von Seiten des Vorstands 120.000 Aktienoptionen, davon 60.000 in 2004
gezeichnet.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semicon-
ductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Vorstand

Knut Hinrichs 0 Stick
Dr. Klaus Weyer 10.000 Stiick
Dr. Peter Thoma 7.200 Stuck
Reinhard Senf 1.948 Stiick

Gesamtbeziige des Aufsichtsrats

Die Beziige des Aufsichtsrats beliefen sich fir 2004 insgesamt auf TEUR 246. Hiervon ent-
fallen auf den fixen Bestandteil TEUR 89 (inkl. Spesen und Auslagen) und auf den variablen
Teil TEUR 157.
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An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2004 keine Aktienoptionen ausgegeben.

Fur sonstige Dienstleistungen — insbesondere Beratungen — vergutete die Gesellschaft an Mit-
glieder des Aufsichtsrates im Geschaftsjahr 2004 TEUR 113.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der
ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Aufsichtsrat
Herbert Sporea 2.265 Stick
Dr. Burkhard Dreher 1.900 Stiick

M eldepflichtige Wertpapiergeschafte

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapiergeschafte fanden in 2002 statt:

ZOE-BTG GmbH, Duisburg: Erwerb von 9,5 % der Stimmrechte der ELMOS
Semiconductor AG, Dortmund, am 1. April 2002

- Hinrichs GmbH, Glickstadt: Erwerb von 13,3 % der Stimmrechte der ELMOS
Semiconductor AG, Dortmund, am 1. April 2002

- Dr. Weyer GmbH, Schwerte: Erwerb von 13,3 % der Stimmrechte der ELMOS
Semiconductor AG, Dortmund, am 1. April 2002

Die Stimmrechte werden von der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, ausgelibt
und wurden dort zugeordnet.

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapiergeschafte fanden in 2004 statt:

- Dr. Klaus Weyer:  Verkauf von 5.040 Aktien zu EUR 13,81 am 28. September 2004;
Verkauf von 1.166 Aktien zu EUR 13,84 am 29. September 2004

- Frau Elke Zimmer (Ehefrau von Herrn Prof. Dr. Gunter Zimmer):
Kauf von 1.407 Aktien zu EUR 13,07 und von 593 Aktien zu
EUR 13,08 am 12. November 2004

- Dr. Peter Thoma: Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 12,96 am 30. November 2004
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Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der wahrend des Geschéftsjahres beschéftigten Mitarbeiter:

2004 2003

Gewerbliche Arbeitnehmer 162 160
Angestellte (inkl. Teilzeitkrafte

umgerechnet auf Vollzeit) 308 300

470 460

Auszubildende 28 25

498 485

Konzernverhéltnisse

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, befindet sich im mittelbaren Mehrheitsbesitz der
EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, die nach § 290 Abs. 2 Nr. 2 HGB zur Auf-
stellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Die Aufstellung eines Konzernabschlusses

durch die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, zum 31. Dezember 2004 erfolgte
bislang nicht.

Gewinnverwendungsvor schlag

Der Vorstand schlagt (in Ubereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn von
EUR 40.461.865,71 wie folgt zu verwenden:

Es soll eine Ausschuttung in Hohe von EUR 0,21 pro Aktie vorgenommen werden. Der Rest
soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Erklarung gemal § 161 AktG zum Corporate-Governance-K odex

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, hat fir 2003 die nach § 161 AktG vorgeschrie-
bene Erkl&rung abgegeben und den Aktiondren zuganglich gemacht.
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Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, erklaren gemali § 161
Aktiengesetz:

,Die ELMOS Semiconductor AG entspricht den Empfehlungen der »Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance Kodex« (kurz: »DCKG«) in der Fassung vom 21. Mai 2003
mit folgenden Ausnahmen:

- Die derzeit giltige D&O-Versicherung fur Aufsichtsrat und Vorstand sieht keinen
Selbstbehalt fir die Organmitglieder vor (DCKG Nr. 3.8). Vor dem Hintergrund der un-
klaren Rechtslage hinsichtlich der personlichen Haftung eines einzelnen Organmitglieds
wird eine Anpassung der Versicherung zur Zeit nicht vorgenommen.

- Fur bereits ausgegebene Aktienoptionen ist keine Begrenzung (,Cap®) bel der Vergiu-
tung des Vorgands fir Aktienoptionen bei aufRerordentlichen, nicht vorhersehbaren
Entwicklungen moglich (DCGK Nr. 4.2.3). Der Aufsichtsrat wird aber ab dem Januar
2004 Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder nur noch mit einem Cap ausgegeben.

—  Obgleich die Vergltung der Vorstandsmitglieder sowohl im Internet wie auch im Ge-
schaftsbericht aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponen-
ten mit langfristiger Anreizwirkung (Aktienoptionen) ausgewiesen werden, erfolgen
diese Angaben summiert und nicht individualisiert (DCGK 4.2.4).

—  Abweichend von den Empfehlungen sieht die Geschaftsordnung des Aufsichtsrates der
ELMOS Semiconductor AG die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschiissen und
eines Prufungsausschusses erst ab einer Anzahl von mehr als sechs Aufsichtsratsmit-
gliedern vor (DCGK Nr. 5.3.1und 5.3.2).

— Auchdie Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben einer festen eine erfolgsorientier-
te Vergitung. Die Vergitung der Aufsichtsratsmitglieder wird, aufgegliedert nach ihren
Bestandteilen, sowohl im Internet wie auch im Geschéftsbericht aufgefuhrt, jedoch nicht
individualisiert. Die von der ELMOS Semiconductor AG an die Mitglieder des Auf-
sichtsrates gezahlten Vergitungen fur personlich erbrachte Leistungen, insbesondere fur
Beratungs- und Vermittlungsleistungen, werden nicht individualisiert im Anhang zum
Konzernabschluss angegeben (DCGK Nr. 5.4.5).“

Dortmund, im Februar 2005

Der Vorstand

Knut Hinrichs Dr. Klaus Weyer Dr. Peter Thoma Reinhard Senf
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1. Geschaft und Rahmenbedingungen
1.1  Geschiftstatigkeit und Strategie

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische
Schaltkreise, vornehmlich fiir die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2004 entfielen rund 90 Prozent vom Umsatz auf
dieses Marktsegment.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir uns eine fihrende Marktposition als Halbleiterhersteller im
europaischen Markt fir Automobilelektronik erarbeitet. In einer Erhebung von Gartner Dataquest wird ELMOS als
die weltweite Nummer drei im Segment der ASICs (ASICs = Application Specific Integrated Circuits) fur den
Automobilmarkt aufgefahrt.

Position Unternehmen (Mii(.)(l)JsSD) ‘;vo%c;:gg Marktanteil

1 ST Microelectronics 317 31% 26%

2 NEC Electronics 155 28% 13%

3 ELMOS Semiconductor AG 117 38% 10%

4 AMI Semiconductor 103 23% 9%

5 Philips 101 4% 8%
Sonstige 409 7% 34%
Gesamt 1,202 19% 100%

Quelle: Gartner Dataquest 2004

Unsere ASICs werden von nahezu allen europdischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende
Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Umweltvertraglichkeit eines Kraftfahrzeugs
und insbesondere an Sicherheit und Komfort der Fahrzeuginsassen fihren zu immer mehr Elektronik im Auto.
Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlassig und kostenglnstig
aufzubauen.

Seit Firmengriindung bedienen wir geschitzte Nischenmérkte mit eigenem Know-how. Unsere Strategie ist zum
einen durch eine konsequent an den Marktbedirfnissen optimierte Fertigungstechnologie und zum anderen durch
die kundenspezifische Produktentwicklung gekennzeichnet. So entwickelt ELMOS Produkte in der Regel im
Kundenauftrag fir eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv fiir diesen Kunden. Ziel des
Unternehmens ist, als kompetenter Partner der Kunden mit maBgeschneiderten, integrierten Schaltungen ein
profitables Geschaft zu betreiben und die eigenen Marktanteile zu erhéhen.

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die ca. 80 Prozent der Produkte umfassen, verfigt ELMOS auch
Uber ein Portfolio von frei vermarkteten anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von
mikromechanischen Sensoren aus der Produktion der Tochterfirma SMI.

Alle ASICs produzieren wir selbst. Hierzu betreiben wir in Dortmund eine eigene Produktionsstatte fir
Halbleiterbauelemente (Wafer-Fab). Sowohl durch die automobil-gerechte Hochvolt-CMOS Technologie als auch
durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip Treiberleistungen
unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern. Darliber hinaus unterstiitzen unsere produzierenden
Tochterfirmen ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELAP, vormals eurasem) in den Niederlanden und Silicon
Microstructures Inc. (SMI) in den USA das Technologie- und Produktportfolio.

Unter dem Slogan ,ASIC™™ — more than a chip!“ entwickeln und vermarkten wir anwendungsspezifische
mechatronische Module. Diese Module kombinieren die Fahigkeiten der drei produzierenden Unternehmen der
ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren
und funktionalem Geh&use. Damit kdnnen wir fir Kunden kostenglinstige Systemlésungen realisieren.

Neben dem automobilen Markt sind wir auch im Industrie- und Konsumbereich tatig und liefern kundenspezifische
Schaltkreise flir Anwendungen in Haushaltsgeraten, Fotoapparaten, Installations- und Gebé&udetechnik und
Maschinensteuerungen. Diese Markte haben im vergangenen Jahr rund zehn Prozent unseres Umsatzes
ausgemacht.
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1.2 Wirtschaftliches Umfeld

Als Hersteller von automobilen Halbleitern ist fir ELMOS der Halbleitermarkt aus Produktionssicht relevant. Eine
mit Abstand héhere Bedeutung fiir unsere Geschaftsentwicklung haben aber die Abnehmermérkte, welche
hauptsachlich von der Automobilproduktion und dabei im besonderen vom Elektrik-/ Elektronikanteil im Fahrzeug
abhéngig sind.

Halbleitermarkt

Die Halbleiterindustrie konnte in 2004 erstmals nach Jahren wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum realisieren.
Nach dem Krisenjahr 2001 der Halbleiterindustrie mit einem Umsatzriickgang von 32 Prozent gegenlber dem
Rekordjahr 2000, wuchs der Gesamtumsatz von rund 166 Milliarden USD in 2003 auf 213 Milliarden USD in 2004
weltweit weiter an. Damit konnte die Branche im vergangenen Jahr mit einem Umsatzanstieg von fast 30 Prozent
gegenlber dem Vorjahr an zuriickliegende hohe Wachstumsraten anknlpfen. Speicherchips fir Computer und
Mobiltelefone waren die gréBten Wachstumstreiber in 2004. So Ubertraf der weltweite Umsatz 2004 sogar noch
das hohe Niveau von 2000.

Grafik: Entwicklung des Halbleitermarkts (Milliarden USD)

2044 213,0

166,4

138,9 140,8

2000 2001 2002 2003 2004

Quelle: Semiconductor Industry Association (SIA)

Nach einem guten ersten Halbjahr verflog die Euphorie in der zweiten Jahreshélfte, so dass fir den
Halbleiterbereich von einer Seitwartsbewegung in 2005 und erst in 2006 mit einem Aufwartstrend gerechnet wird.

Die Konjunktur des Halbleitermarktes ist fir ELMOS insofern von Bedeutung, als dass die Kosten fur Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Leistungen und die Anschaffungskosten flir Investitionsguter
konjunkturbedingt schwanken. AuBerdem ist das Bestellverhalten der Kunden stark von der allgemeinen
Konjunkturlage abhangig. So gibt es in Boomphasen stets Uiberzogene ,,Angstbestellungen” und in Flautezeiten
deutliche Zuriickhaltung.

Automobilindustrie und Elektronik im Fahrzeug

Wichtiger als der Halbleitermarkt ist fiir ELMOS die Entwicklung des Marktes fir Automobilelektronik, der rund 90
Prozent des Umsatzes von ELMOS beeinflusst. Veranderungen im automobilen Halbleitermarkt sind zum einen
gekennzeichnet durch die Konjunktur der Automobilindustrie und zum anderen durch den wachsenden
Elektronikanteil im Automobil.

Fir die Automobilindustrie war 2004 ein Ausnahmejahr: So konnten die Automobilzulassungen in 2004 einen
deutlichen Zuwachs verzeichnen. Im Vergleich zur rucklaufig prognostizierten Tendenz ist dies eine positive
Uberraschung. Ursache dafiir war unter anderem ein kraftiger Jahresendspurt, der in Europa zu einem Zuwachs
der Auto-Neuzulassungen um mehr als zwei Prozent gefiihrt hat. Fir das gesamte Jahr 2004 ergab sich daraus
ein Plus von 2,1 Prozent auf 14,5 Millionen Neuzulassungen; die hdchste Zahl seit 2001. Der Autoabsatz in
Deutschland stieg im Gesamtjahr 2004 um 0,9 Prozent, der erste Anstieg seit finf Jahren. In den USA wurden
2004 ein Prozent mehr PKWs verkauft. In Japan wuchs der Markt um sieben Prozent. Damit ergibt sich fir den
weltweiten Absatz 2004 ein Zuwachs in der GréBenordnung von vier Prozent.

Langfristig hat die Automobilproduktion mehr oder weniger stark stagniert. Dennoch profitiert der automobile
Halbleitermarkt, in dem die ELMOS-Gruppe tétig ist, vom langfristigen Trend des steigenden Anteils von Elektronik
im Fahrzeug. Das Umsatzwachstum der Automobilelektronik wird weniger durch steigende Zulassungszahlen
generiert, sondern vielmehr durch die zunehmende Elektronikausstattung. Die immer héheren Anforderungen an
Sicherheit, Komfort und Umweltvertraglichkeit sowie der zunehmende Ersatz mechanischer Funktionen durch

Elektronik sind hierflir verantwortlich.
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Grafik: Elektronikanteil im Auto (Milliarden USD); CAGR 2003 — 2012: 8,7 Prozent
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Automobiler Halbleitermarkt

Halbleiterchips fur die Automobilindustrie — der Markt, in welchem die ELMOS-Gruppe vorrangig tétig ist — stellen
einen interessanten Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Dieser Spezialmarkt umfasst einen Anteil
von rund acht Prozent vom Gesamtmarkt. Bedingt durch den Einfluss der Automobilproduktion und des
zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobile Halbleitermarkt eine deutlich héhere
Stabilitét auf als der globale Halbleitermarkt. Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts
sind die fur die Halbleiterbranche untypisch langen Produktlebensdauern und die dadurch bedingten langen
Lieferzeitrdume von teilweise mehr als zehn Jahren, die langfristigen Kunden-Lieferanten-Beziehungen, die sehr
hohen Qualitatsanforderungen und die hohe Planungssicherheit.

Der von ELMOS maBgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, namlich
der der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter. Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstiickzahlen stehen
die ASICs nicht im Fokus der groBen Halbleiterhersteller, die Auslastung fir ihre groBen Produktionskapazitaten
suchen. Weitere Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschéftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden
zu einem einzelnen ASIC-Hersteller, die aus seinem Wunsch nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen.
Dieser Markt wird daher vor allem von kleinen bis mittelgroBen Anbietern bedient, mit denen ELMOS im
Wettbewerb steht. Dazu z&hlen vor allem AMI Semiconductor, Bosch (Halbleiterdivision) und Melexis.

Grafik: Entwicklung des automobilen Halbleitermarkts (Milliarden USD); CAGR 2003 — 2012: 10,7 Prozent

34,2

2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012

* = Prognose; Quelle: Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI)

Der hohe Ausriistungsstand der europaischen Fahrzeuge markiert dabei nur das Niveau, dem sich zunehmend die
Fahrzeughersteller in anderen Kontinenten annahern. Es gilt daher zweifelsfrei: Der Elektronikanteil im Automobil
wachst auch in Zukunft weiterhin. Der Anteil der Elektrik / Elektronik am Fahrzeugwert wird einen Wert von etwa 35
bis 40 Prozent im Jahr 2010 erreichen. ELMOS ist mit den spezialisierten ASICs fir solche Anwendungen in fast
allen Wachstumssegmenten herausragend positioniert.
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1.3 Produktion und Kapazititen

Seit 1999 produziert ELMOS ausschlieBlich auf der 150mm-Wafer-Linie (entspricht 6-Zoll) in Dortmund. Diese
wurde auch in 2004 weiter planmaBig ausgebaut, um flir die nachsten Technologie-Generationen und den
steigenden Kapazitatsbedarf der Produktion vorbereitet zu sein. Die Produktionsrdume und -anlagen am Standort
Dortmund sind fiir Prozesse mit Strukturbreiten bis 0,35 Mikrometer auf den modernsten Stand der Technik
ausgelegt. Sie bilden damit eine solide Plattform fir die ELMOS-Produktion der nachsten zehn Jahre. Die
Maschinenkapazitat lag zum Jahresende bei etwa 450 Waferstarts pro Tag, wovon etwa 380 Waferstarts pro Tag
genutzt wurden — rund 85 Prozent im Vergleich zu rund 70 Prozent in 2003. Insgesamt wurden in 2004 (ber
120.000 Wafer gefertigt.

In 2004 haben wir ca. 150 verschiedene Produkte mit nennenswertem Umsatz parallel produziert, davon sind 21
neu in die Produktionsphase Uberfihrt worden. Damit kennzeichneten zahlreiche Produktneuanldufe auch das Jahr
2004.

Zukiinftige Kapazitdten

Als selbst produzierendes Unternehmen ist fiur ELMOS die Bereitstellung der in Zukunft benétigten
Produktionskapazitdten von entscheidender Bedeutung. Gerade da die Investitionen in die Produktion den
wesentlichen Teil des gesamten Investitionsbudgets ausmachen, ist eine sorgfaltige und langfristige Planung
notwendig. Die Kapazitat der bestehenden Produktionslinie in Dortmund kann nach wie vor durch Rekrutierung
weiterer Mitarbeiter und durch weitere Investitionen in Maschinen und Ausbau von Raumen erweitert werden.
Durch die im Jahr 2004 eingeleiteten MaBnahmen kdnnen weitere Nebenfldichen der Produktion mittelfristig
zugefiihrt werden, wodurch sich die Kapazitat auf bis zu 600 Waferstarts pro Tag ausbauen lasst. Dies Ubertrifft
unsere friheren Annahmen von maximal 500 Waferstarts pro Tag. Damit kénnte genligend Fertigungskapazitat fur
das geplante Wachstum in den kommenden zwei bis drei Jahren dargestellt werden.

Zur weiteren Absicherung der Produktionskapazitdten betreibt ELMOS seit Ende 2003 ein Kooperationsvorhaben
mit dem Fraunhofer-Institut fir mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg mit dem Ziel, mit
der Fraunhofer Gesellschaft einen Vertrag tber die Nutzung und den Betrieb der Fertigungslinie des Institutes
abzuschlieBen. Das IMS verfigt Uber eine 200mm-Wafer-Linie (entspricht 8-Zoll) fir Forschungszwecke. Hier kann
aus heutiger Sicht fir ELMOS eine Kapazitat von bis zu 200 Waferstarts pro Tag aufgebaut werden. Im Jahr 2004
wurde planm&Big mit dem Prozesstransfer begonnen und erste Versuchschargen in Duisburg gefertigt. In 2005
sollen die ersten Produkte auf der 200mm-Linie qualifiziert werden, so dass in 2006 die ersten Serienfertigungen
starten kénnen.

Da die Fertigung auf den gréBeren 200mm Wafern Kostenvorteile bringt, sollen zunachst die IMS-Kapazitaten
ausgelastet werden. Nachfolgend sollen die Kapazitéaten in Dortmund auf Basis von 150mm oder eventuell sogar
von 200mm Wafern erweitert werden.

Unabhangig davon ist bereits im Jahr 2005 eine Erweiterung der Kapazitat des Backends in Dortmund notwendig.
Der urspringliche Plan sah hier die schrittweise Verlagerung von Testkapazitat zur niederlandischen Tochter ELAP
vor. In jedem Fall war die Errichtung eines Backend-Reinraums geeigneter GréBe entweder in Holland oder in
Dortmund erforderlich. Die Entscheidung fiel fiir den Ausbau in Dortmund, da dies den Vorteil bietet, dass der
komplette Testbereich unter einheitlicher Leitung an einem Standort durchgefihrt wird.

ELAP in den Niederlanden tbernimmt allerdings zusétzlich zum Assembly die bislang in Dortmund verrichteten
Produktionsschritte Verpackung und Logistik.

Damit wird die Wertschépfungskette zukiinftig wie in folgender Grafik aussehen.
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Grafik: Typische Produktionsschritte eines ELMOS ASICs
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1.4 Forschung und Entwicklung

Sowohl im Automobil- wie auch im Konsum- und Industriebereich agiert ELMOS stets aus einer geschutzten
Position heraus, entweder technologiebedingt oder aufgrund speziellen Anwendungs-Know-hows. Die nicht
automobilen Méarkte haben sowohl in der Vergangenheit wie auch heute der ELMOS-Gruppe als Innovationstreiber
gedient. Die hohen Anforderungen der Automobilindustrie an Qualitat und Zuverlassigkeit der Halbleiter sowie die
langen Entwicklungszeiten bis zur Serienproduktion erschweren die Weiterentwicklung der in sonstigen Markten so
schnelllebigen Halbleitertechnologien. Die schnelllebige Produktentwicklung mit vergleichsweise geringeren
technologischen Anforderungen der Industrie- und Konsummarkte machen es mdglich, neuere Technologien in
kurzer Zeit umzusetzen. Die Technologien fir diese innovationstreibenden Markte werden nachfolgend auch im
Automobilmarkt eingesetzt.

Die Aktivitdten zur Entwicklung neuer Prozesstechnologien mit kleineren StrukturgréBen und Flash-Option sowie
die Weiterentwicklung der Silicon-On-Insulator-Technologie (SOI) machen einen Teil der Aufwendungen fir
Forschung und Entwicklung aus. Die F&E-Arbeiten der Technologen und Prozessingenieure konzentrierten sich im
Jahr 2004 auf die Produktionseinfihrung der 0,5um Hochvolt-Prozesstechnologie, die Weiterentwicklung der
Flash-Option und die Strukturverkleinerung (Shrink) bei der SOI-Technologie. Parallel dazu liefen mehrere Projekte
zur Optimierung von BaugrdBe und Eigenschaften wichtiger Hochvoltbauelemente, die fur typische ELMOS-
Anwendungen von Bedeutung sind. Damit verfolgt ELMOS konsequent die Strategie, stets durch eigene
Prozesstechnologien innovative und wettbewerbslberlegene Lésungen anbieten zu kénnen.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entféllt der mit Abstand gréBere Teil der Aufwendungen fiir Forschung
und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Wie schon in der Vergangenheit haben im Jahr 2004 die
Kunden weiterhin Druck dahingehend ausgelbt, dass die Lieferanten die Kosten fiir Forschung und Entwicklung
eines ASICs Ubernehmen. Dies bedeutet, dass ein GroBteil der Produktentwicklungskosten vom ASIC Lieferanten,
das heiBt ELMOS, vorfinanziert werden muss und sich erst Uber die Serienstiickfertigung amortisieren kann.
Darlber hinaus haben die Automobilhersteller weiterhin forciert, dass ihre Zulieferer Verantwortung fir Systeme
Ubernehmen, welche diese ihrerseits an die Zulieferer der zweiten Reihe weitergeben. Diese Aufgaben werden
somit zunehmend von ELMOS Ubernommen.

1.5 Mitarbeiter

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem MaBe vom Know-how der Mitarbeiter. Deren
Motivation, Wissen und Flexibilitdt sind die Voraussetzung fir den langfristigen Erfolg des Unternehmens.
Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium flr
das Wachstum und die Innovationskraft. Am Standort Dortmund in Nordrhein-Westfalen, im bevélkerungsreichsten
Bundesland, kann ELMOS auf eine groBe Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im n&heren
Umkreis befinden sich mehr als fiinfzig Universitdten und Hochschulen. ELMOS hat als einziger Halbleiterhersteller
der Region eine Ausnahmestellung. Daher ist auch in Zeiten mit ricklaufigen Studentenzahlen in den
Ingenieurswissenschaften der Nachwuchs gesichert. Schon seit der Grindung kooperiert ELMOS eng mit den

6 von 14



umliegenden Universitaten, Hochschulen und Instituten, wobei viele Mitarbeiter als studentische Hilfskrafte bei
ELMOS begonnen haben und heute Fihrungsaufgaben wahrnehmen. Die meisten sind daher schon viele Jahre
bei ELMOS.

Trotz eines strikten Sparkurses gehdrte ELMOS auch im Jahr 2004 zu den wenigen Unternehmen, die neue
Arbeitsplatze geschaffen haben. Die ELMOS Semiconductor AG beschéftigte im Geschéftsjahr 2004 im Mittel
insgesamt 498 Mitarbeiter gegeniiber 485 Mitarbeitern in 2003.

Im Jahr 2004 hat ELMOS anlasslich des 20-jahrigen Firmenjubilaums und in Anbetracht der schwierigen Lage auf
dem Ausbildungsmarkt 20 zusétzliche Auszubildende eingestellt, so dass in 2004 insgesamt 35 Auszubildende ihre
Ausbildung bei ELMOS begonnen haben. Knapp die Halfte der neuen Auszubildenden erlernt den Beruf des
Mikrotechnologen, welcher Ende der 90er Jahre entstanden ist und maBgeblich von ELMOS mitgestaltet wurde.
Neben Mikrotechnologen bildet ELMOS Physiklaboranten, Elektroniker fir Betriebstechnik, Kaufleute far
Burokommunikation, Fachkrafte fir Lagerwirtschaft, Industriekaufleute, Informations- und Telekommunikations-
Elektroniker, Fachinformatiker, Informatikkaufleute und Elektroinstallateure aus.

Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Dortmund vertrauensvoll zusammen. Eine
Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung vertritt in zahlreichen Ausschiissen die Belange der Mitarbeiter
untereinander und im Verhéltnis zur Geschéftsleitung. So gibt es Ausschisse flur soziale Fragen,
Personalangelegenheiten, Mitarbeiterférderung und Wirtschaft.

Aktienoptionsprogramme

Eine langfristige Bindung an das Unternehmen und eine Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wird Uber jahrliche Aktienoptions-Programme erreicht. Diese Programme sehen die Ausgabe von Aktienoptionen
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb des Vorstands und zu identischen Bedingungen an den Vorstand vor.
Als zuséatzliche Bedingung wurde fir die Aktienoptionen der Mitglieder des Vorstands mit dem
Aktienoptionsprogramm 2004 eine Begrenzung der Wertsteigerung eingefuhrt. Fir die Vorstandsmitglieder dienen
die Aktienoptionen gleichzeitig als variable Vergitungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung.

Fir das Aktienoptions-Programm steht durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27. April 2004 ein bedingtes
Kapital bis zu einem Betrag von 930.000 Euro zur Verfigung. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom
17. Dezember 2004 den Beschluss des Vorstands Uber die Ausgabe von bis zu 160.000 Aktienoptionen far
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb des Vorstands sowie 40.000 Aktienoptionen fir den Vorstand zu einem
Ausgabekurs von 13,98 Euro genehmigt. Der Ausgabebetrag pro Option bestimmt sich aus dem Zehn-Tage-Mittel
des amtlichen Bérsenkurses der ELMOS-Aktie vor dem Beschlusstag und einer Austbungshirde in Héhe von
zehn Prozent. Die Optionen kdénnen friihestens nach einer Frist von zwei Jahren ausgelbt werden und haben
danach eine Laufzeit von drei Jahren. Die Ausiibung kann nur in bestimmten zeitlichen Fenstern erfolgen.

Von Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Vorstands wurden 295.722 Aktienoptionen aus dem
Optionsprogramm des Jahres 2003 im Jahr 2004 gezeichnet. Zum 31. Dezember 2004 standen insgesamt
803.210 Aktienoptionen aus den Programmen der Jahre 1999 bis 2003 aus. Bisher wurden jedoch keine Optionen
ausgelbt.

1.6 Qualitatswesen

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine Null-Fehler-Strategie
um und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitatsniveau. RegelmaBige Prifungen der
eingesetzten Werkzeuge, die Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, sténdige
Analysen und statistische Verfahren ermdglichen das hohe Qualitdtsniveau. Interne Labore priifen nicht nur
maogliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehausespezifische Merkmale.

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitdtsmanagementsystem, das alljahrlich gemaB den
Forderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 zertifiziert wird. Diese Normen wurden
inzwischen in der ISO / TS 16949, die weltweite Giiltigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS
North America, ELMOS France und GED wurden in 2004 gemaB der neuen Norm auditiert und zertifiziert.

Wie bereits im letzten Geschéftsbericht erwahnt hat ELMOS im Februar 2004 fir die exzellente Qualitat ihrer
Produkte den begehrten ,Delphi Electronic Europe Supplier of the Year 2003“ Preis gewonnen. Dies zeigt, dass
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ELMOS sich durchaus gegen die groBen Halbleiterhersteller durchsetzen kann und die Qualitdt von ELMOS
geschatzt wird.

1.7 Umwelt- und Arbeitsschutz

Arbeitssicherheit und Umweltschutz sind neben der Qualitdt der Produkte und der Wirtschaftlichkeit als
gleichrangige Unternehmensziele festgelegt. Zu den Grundsétzen der Umweltpolitik bei ELMOS am Standort
Dortmund z&hlen Rechtskonformitat, Minimierung von Umweltbelastungen, Verantwortungsbewusstsein der
Mitarbeiter, Umweltschutz-Management, kontinuierliche Verbesserung und Kommunikation.

Das Umweltmanagement geman DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund erstmals im Jahr 2003 (durch
den TUV Rheinland) zertifiziert. 2004 erfolgte die Bestatigung anhand eines Uberwachungsaudits ohne
Abweichungen.

Grafik: Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001
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Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den
Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen
Wert auf eine effektive Pravention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen. Beispielsweise konnten in
der Produktion erhebliche Mengen an Schwefelsdure durch Optimierung von Produktionsprozessen eingespart
werden.

Darliber hinaus hat ELMOS in 2004 den Umweltbericht fir das Geschéftsjahr 2003 vorgelegt. Er informiert
ausfuhrlich Gber die umweltrelevanten Tatigkeiten, die davon ausgehenden Umweltauswirkungen sowie Uber die
Organisation der Arbeitssicherheit. Beispielsweise konnte der produktbezogene Wasserverbrauch um mehr als 15
Prozent gegenliber 2002 gesenkt werden. Auch der relative Strom- und Erdgasverbrauch wurde 2003 im Vergleich
zum Vorjahr reduziert.

1.8 Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die EFH ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 57,7
Prozent groBter Einzelaktionar der ELMOS Semiconductor AG. Daher haben wir gemaBs § 312 AktG einen Bericht
Uber die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklarung geman § 312 Abs. 3
AktG abschlieBt.

Wir erklaren, dass unsere Gesellschaft nach den Umstanden, die uns zum Zeitpunkt bekannt waren, in dem die
Rechtsgeschafte vorgenommen und die MaBnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschéaft eine
angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von § 312 AktG haben sich aus den Beziehungen
zu verbundenen Unternehmen fir uns nicht ergeben.”
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2. Geschaftsverlauf und Lage der ELMOS Semiconductor AG
2.1 Umsatz- und Ertragslage

Tabelle: Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG nach HGB

In Millionen Euro Einheit 2003 2004 Veranderung
Umsatzerlése Millionen Euro 103,0 1271 24%
Personalaufwand Millionen Euro 26,1 28,2 8%
Materialaufwand Millionen Euro 30,7 411 34%
Ergebnis der gewdhnlichen Geschéaftstatigkeit Millionen Euro 13,8 23,7 71%
Jahresuberschuss Millionen Euro 8,1 14,4 78%

Im Jahr 2004 konnte ELMOS wieder zu alten Wachstumsraten zurlickkehren. Der Umsatz stieg im Jahr 2004 im
Vergleich zum Vorjahr um 24,2 Millionen Euro oder 24 Prozent auf 127,1 Millionen Euro. Dies ist das Resultat der
gewonnenen Neuprojekte der vergangenen Jahre.

Auftragseingang

Nach starken Auftragseingdngen in der ersten Jahreshalfte kam es ab August 2004 zu einer deutlichen
Abschwéachung. Das Bestellverhalten unserer Kunden ist trotz geringer Korrelation mit dem Halbleitermarkt durch
dessen Gesamtsituation gekennzeichnet. Der Marktzyklus mit Uberhitzungserscheinungen im ersten Halbjahr und
entsprechenden vorsorglichen Bestellungen flhrte zu einem vorsichtigeren Bestellverhalten in der zweiten
Jahreshélfte. Auf Jahresbasis sank das Verhaltnis von Auftragseingang zu Umsatz im Halbleiterbereich auf einen
Wert von 0,97 gegenlber dem Vorjahr mit dem Wert von 1,13.

Neuprojekte/ Design Wins

Die Basis fir das langfristige Wachstum von ELMOS wird im Wesentlichen durch die Akquisition von Neuprojekten
bestimmt. Das nachhaltige Interesse unserer Kunden an individuellen Lésungen zeigt sich in der hohen Anzahl neu
gewonnener Entwicklungsprojekte. So konnten im abgelaufenen Jahr 29 Entwicklungsprojekte (2003: 31 Projekte),
auch Design Wins genannt, mit einem geplanten Umsatzvolumen Uber den Lebenszyklus von rund 340 Millionen
Euro (2003: 227 Millionen Euro) akquiriert werden.

Die Mehrzahl dieser Projekte, ndmlich 22, sind kundenspezifische Auftrage (ASICs) und werden erst etwa drei
Jahre nach Produktentwicklung, Qualifikation und Freigabe durch den Kunden umsatzwirksam. Die restlichen
sieben Projekte sind anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSPs). Die von uns vermarkteten ASSPs sind in
der Regel Derivate oder Verallgemeinerungen von ASICs, die sich stets durch innovative Eigenschaften
auszeichnen.

Grafik: Design Win Pipeline; Aussage: Design Wins bilden die Basis fiir zukiinftiges Umsatzwachstum
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Das Ergebnis der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit konnte um 71 Prozent auf 23,7 Millionen Euro und der
Jahreslberschuss um 78 Prozent auf 14,4 Millionen Euro gesteigert werden. Der Gewinnvortrag aus dem Jahr
2003 betragt 26,1 Millionen Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 26. April 2005
vor, eine Dividende von 0,21 Euro je Aktie auszuschitten. Diese Ausschittung wirde einer Dividendensumme von

4,1 Millionen Euro entsprechen.

2.2 Finanz- und Vermdgenslage

Tabelle: Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG nach HGB

In Millionen Euro Einheit 2003 2004 Verédnderung
Immaterielle Vermdgensgegensténde Millionen Euro 14,6 17,1 17%
Sachanlagen Millionen Euro 26,1 38,0 46%
Finanzanlagen Millionen Euro 34,7 63,6 83%
Vorréate Millionen Euro 18,0 19,9 11%
Forderungen und sonstige Vermdégensgegenstande Millionen Euro 56,6 32,3 -43%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Millionen Euro 15,2 12,6 -17%
Rechnungsabgrenzungsposten Millionen Euro 2,9 2,0 -31%
Summe, Aktiva Millionen Euro 168,2 185,5 10%
Eigenkapital Millionen Euro 132,0 143,9 9%
Rickstellungen Millionen Euro 6,7 9,8 47%
Verbindlichkeiten Millionen Euro 29,6 31,8 8%
Rechnungsabgrenzungsposten Millionen Euro 0 0 -
Summe, Passiva Millionen Euro 168,2 185,5 10%

Das Gesamtvermdgen der ELMOS Semiconductor AG stieg im Jahr 2003 von 168,2 Millionen Euro um 10 Prozent
auf 185,5 Millionen Euro. Hauptgrund flir diesen Anstieg war die Zunahme des Anlagevermégens und dabei
insbesondere der Anteile an verbundenen Unternehmen. Der Kassenbestand sank von 15,2 Millionen Euro auf
12,6 Millionen Euro. Auf der Passivseite der Bilanz spiegelte sich der Anstieg der Bilanzsumme hauptsachlich im
Eigenkapital wider, welches von 132,0 Millionen Euro auf 143,9 Millionen Euro zunahm.
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3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschéftjahres sind keine Vorgange von besonderer Bedeutung zu berichten.

4, Risikobericht
4.1 Risikomanagementsystem

Die ELMOS Semiconductor AG hat im Berichtsjahr das in 2002 eingerichtete umfassende
Risikomanagementsystem, das die Anforderungen des § 91 (2) AktG erfillt, Zug um Zug auf die Unternehmen im
Konzern angewendet und weiter verfeinert. Das Risikomanagementsystem und seine Anwendung wurde von
unserer Wirtschaftsprifungsgesellschaft zum Jahresende kritisch auf Konformitdt mit den Bestimmungen des
Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes geprift und fir geeignet befunden. Es sieht die regelmaBige
Erfassung und Bewertung von neuen und bekannten Risiken durch die verantwortlichen Mitarbeiter vor und legt ein
geschlossenes Reporting-System fest. Die Unternehmensbereiche der ELMOS-Gruppe berichten auf monatlicher
Basis Uber die finanzielle und operative Entwicklung. Im Jahr 2004 wurde das Risikomanagementreporting auf eine
intranetbasierte Eingabe umgestellt. Damit ist eine einfachere und zuverldssige Erhebung der Daten und
Verteilung der Information mdéglich. Durch diese MaBnahmen werden Vorstand und Aufsichtsrat regelmaBig und
frihzeitig Ober die Risikolage informiert und kdnnen geeignete MaBnahmen zur Risikominderung beziehungsweise
Risikovermeidung oder -abwehr beschlieBen. Das Risikomanagementsystem wird auch 2005 kontinuierlich
erweitert und entsprechend sich &ndernder Rahmenbedingungen verbessert werden.

Es ist die Strategie von ELMOS, Zins- und W&hrungsrisiken durch geeignete Instrumente, wie entsprechende
Derivatprodukte, abzusichern.

4.2 Abhéangigkeit von der Automobilindustrie

Das Kerngeschaft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach
ASICs. Rund 90% des Umsatzes wird mit ASICs fiir die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist
einerseits abhangig von den produzierten Stlickzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem anhaltenden
Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Durch die Zunahme an elektronischer Ausriistung im Auto steigen die
Stlickzahlen an verkauften ASICs auch dann, wenn die Zahl der produzierten PKWs abnimmt.

Dabei ist zu beobachten, dass die Automobilindustrie haufig in absatzschwacheren Zeiten die Fahrzeuge mit
hdherwertiger Ausristung zum Komplettpreis anbietet, so dass auch bei stagnierender oder zurlickgehender
Automobilproduktion die Zahl der verkauften ASICs nicht notwendigerweise sinkt. Die Nachfrage nach ASICs ist
damit relativ robust und unterliegt nur bedingt den Schwankungen der Kfz-Stiickzahlen.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlissen von Herstellern, restriktiver
Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren, beachtlichen Schwankungen. Die ELMOS-Kundenstruktur l&sst
sicherlich eine gewisse Abhangigkeit von einigen groBen Automobilzulieferern erkennen. Hierbei ist allerdings zu
berlcksichtigen, dass der von einem Kunden generierte Umsatz in der Regel nicht durch ein Produkt entsteht, d.h.
auch Uberlappende Lebenszyklen damit verbunden sind. Aufgrund der Bedeutung und der Spezialisierung der
ASICs von ELMOS fir das Produkt des Automobilzulieferers handelt es sich bei der Beziehung zum Kunden um
eine gegenseitige Abhangigkeit. Daher kénnen gréBere Umsatzvolumina mit einigen GroBkunden auch auf
vielversprechende langfristige Kundenbeziehungen mit entsprechenden Umsatzpotenzialen hindeuten. Es kommt
nur sehr selten vor, dass ein und derselbe ASIC an zwei Lieferanten gleichzeitig vergeben wird, da die
Automobilzulieferer selbst unter erheblichem Kostendruck stehen und die gleichzeitige Entwicklung eines ASICs
durch zwei Lieferanten erhebliche Mehrkosten zunachst im Entwicklungsbereich und spater wegen der geringeren
Stlckzahlen fir den einzelnen ASIC-Lieferanten auch im Fertigungsbereich bedeuten.

4.3 Wettbewerb und Mitarbeiter

Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt fir automobile Anwendungen bietet ahnliche Produkte wie
ELMOS auf ahnlicher technologischer Grundlage an. Darlber hinaus ist nicht auszuschlieBen, dass groBe
Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen
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Halbleitermarkt tétig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Dies geschieht
insbesondere in Phasen, in denen das klassische Halbleitergeschaft in den Bereichen Speicherchips und
Telekommunikation Rickgange zu verzeichnen hat. Derartige Versuche konnten im Jahr 2004 bei mehreren
Wettbewerbern beobachtet werden. Da diese GroBproduzenten aus Rentabilitdtsgrinden sich allerdings auf
groBvolumige Projekte fokussieren mussen, ist ihr Engagement im Nischenmarkt der kundenspezifischen
Schaltungen stets relativ gering. Damit erscheint das Risiko fir ELMOS vergleichsweise gering. Allerdings
akquiriert ELMOS in letzter Zeit auch vermehrt groBvolumigere Auftrdge. Dadurch wird ELMOS in Zukunft mehr in
Wettbewerb zu GroBproduzenten treten und entsprechenden Preisdruck spiren.

Die sehr entwicklungsintensive Geschaftstatigkeit des Unternehmens fiihrt zu einem stark ausgepragten und sehr
spezifischen Ingenieur-Know-how — jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich fir ELMOS eine erhéhte
Abhangigkeit von bestimmten Mitarbeitern. Das Fluktuationsrisiko reduziert sich bei ELMOS durch die erkennbar
hohe Motivation und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Die Mitarbeiter sind beispielsweise (ber
ein Aktienoptions-Programm am Erfolg der ELMOS beteiligt.

4.4 Entwicklung neuer Produkte und Technologien

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten ist zu beriicksichtigen, dass bei der Akquisition eines
neuen Auftrages die Einmalkosten im Entwicklungsbereich heute in der Regel nicht mehr in vollem Umfang als
Vorabzahlung von den Kunden erlangt werden kdnnen. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten werden
Uber die spéteren Stiickzahlen in der Serie amortisiert. Hier besteht das Risiko, dass bei Entwicklungen, die nicht
in eine Lieferbeziehung minden, nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. In der Vergangenheit
war die Anzahl der Produkte, die nicht in einer Lieferbeziehung endeten, jedoch sehr gering.

Der Markt fir die ELMOS-Produkte ist durch standige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte
gekennzeichnet. Der ELMOS-Erfolg ist deshalb stark von der Fahigkeit abhangig, neue komplexe Produkte
preisglinstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzufihren und zu erreichen, dass diese Produkte von
fUhrenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewéhlt werden.

Der zukinftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fahigkeit abhangig, neue Entwicklungs- und
Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -
funktionen fir ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie auch die Konkurrenten
muss ELMOS ihre Technologie stéandig weiterverbessern und neue Prozesstechnologien fir die fortschreitende
Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln.

Sollte ELMOS zukdinftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu
produzieren und abzusetzen, dirfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage
haben.

Durch die Fahigkeit von ELMOS, ASICs fur alle Arten von elektronischen Geraten im Automobil zu entwickeln und
zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in fast allen elektronischen Komponenten eines PKW vertreten, so dass das
Risiko des Wegfalls eines Auftrages fiir eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut und praktisch nicht
vorhanden ist. Zwar kdnnte ein mehrjahriger Einbruch der Automobilindustrie, der die Automobilunternehmen
veranlasst, keine neuen elektronischen Produkte zu entwickeln, die Gesellschaft in ihrer Entwicklung nachhaltig
beeintréachtigen. Ein derartiger Einbruch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abzusehen, insbesondere weil —
wie bereits oben erwdhnt — die Automobilindustrie in schlechteren Zeiten eher dazu neigt, die technische
Ausstattung zu erhdhen. AuBerdem ersetzen kundenspezifische ASICs von ELMOS in zunehmendem MaBe
elektronische Standardbauteile, so dass ELMOS starker als der Gesamtmarkt wachsen und ihren Marktanteil
vergroBern kann. So kdnnen selbst Risiken, die mit dem eventuellen Verlust von Entwicklungsauftragen fur ASICs
in der Automobilindustrie verknUpft sind, reduziert werden.

Die derzeitige Fertigungskapazitat von ELMOS ist fiir das geplante Wachstum in 2005 und 2006 ausreichend.
Parallel zum Ausbau der Fertigung in Dortmund wurde im Jahr 2004 mit dem Prozesstransfer zum Fraunhofer-
Institut in Duisburg begonnen, das ab 2006 als weiterer Fertigungsstandort hinzu kommen wird. Damit erhalt
ELMOS Zugang zu einer zuséatzlichen Fertigungskapazitat fir in der Spitze etwa 200 8-Zoll-Wafer, die flr ein
geplantes Umsatzwachstum bis zum Ende dieser Dekade ausreicht.
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4.5 Beschaffung

Die von ELMOS fur die Fertigung bendtigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfligbar und
unterliegen keinem Monopol. Branchentypisch ist dabei eine gewisse Abhédngigkeit von einzelnen ferndstlichen
Partnern im Assembly-Bereich. Hier hat ELMOS mit dem Erwerb der ELMOS Advanced Packaging jedoch die
Weichen fir eine vertikale Vertiefung der Wertschépfungskette gestellt. ELMOS Advanced Packaging hat zum
Jahresende 2004 etwa 57 Prozent der von ELMOS bendtigten Assembly-Dienstleistungen erbracht. Dadurch wird
ELMOS zunehmend von den fernéstlichen Partnern bzw. von Dollarschwankungen unabhangiger.

4.6 Produkthaftung

Die von ELMOS produzierten ASICs werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert.
Fehler oder Funktionsmangel der von ELMOS hergestellten ASICs oder der elektronischen Systeme, in die sie
integriert sind, kénnen direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeintrachtigen. ELMOS ist
nicht in der Lage, ihre Haftung gegeniber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzvertrdgen zu reduzieren oder
auszuschlieBen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von
Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualitat und Funktion im
Werk im Regelfall gleich mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft die nach
TS 16949, VDA 6.1 und QS 9000 zertifizierten Qualitatskontrollsysteme sowie weitreichende Testverfahren vor der
Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, kénnen sich Produktfehler mdéglicherweise erst nach Installation und
Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen
und zu Stérungen der Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen fihren. Ein Qualitatsproblem
ganzer Chargen kénnte zudem zu Regressansprichen der Kunden im Millionenbereich fiihren. Dieses Risiko ist
angemessen versichert. All dies kdénnte jedoch negative Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft haben.

4.7 Betriebsunterbrechung

Neben den bereits dargestellten und erlduterten Geschaftsrisiken ist unseres Erachtens das einzige betriebliche
Risiko, das die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich beeintrdchtigen und den Fortbestand des Unternehmens
geféhrden kdnnte, das Risiko der Zerstérung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar
ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestiinde in einem
solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlisselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass ab 2006 eine weitere Fertigungslinie (200mm-Linie) beim
Fraunhofer-Institut in Duisburg von ELMOS betrieben wird. Zu einem spateren Zeitpunkt wird auch am Standort
Dortmund in einem separaten Geb&ude eine weitere Produktionslinie errichtet. Damit verfigt ELMOS Uber
mehrere unabhangige Fertigungslinien, die autark voneinander produzieren kénnen.

Die Ublichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht,
insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Rickrufs sind angemessen
versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeintrachtigen oder den Fortbestand
des Konzerns gefahrden kénnen, sind derzeit nicht erkennbar.

4.8 Beteiligungsbereich

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhdhte Pflicht, mit
entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mdgliche finanzielle Risiken
frihzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. So sind fir alle Tochtergesellschaften Geschaftsplane und Budgets
erstellt worden, deren Erreichen sicherstellen wird, dass hieraus keine bestandsgefahrdenden Risiken resultieren.
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5. Prognosebericht

ELMOS wird sich weiterhin als Nischenanbieter auf kundenspezifischen Anwendungen fir die Automobilindustrie
fokussieren. Dabei sind die eigene Technologie, das eigene Design und die Produktion in der eigenen Fertigung
feste Saulen dieser Strategie. Das erfolgreiche automobile ASIC-Geschéft soll weiterhin ergénzt werden mit der
vermehrten Vermarktung von anwendungsspezifischen mechatronischen Modulen, die ASICs, Sensoren und
funktionale Gehause, gegebenenfalls noch mit patentierten Technologien vereinen. Weiter sollen
anwendungsspezifische Standardprodukte, die in der Regel auf friher entwickelten ASICs basieren und flr die
eine Nachfrage von mehreren Kunden absehbar ist, das Produktportfolio erweitern. Es ist zudem Ziel der ELMOS-
Gruppe, den Umsatzanteil in sich schneller entwickelnden Markten neben dem automobilen Markt zu erhéhen, um
diese als Innovationstreiber nutzen zu kénnen.

Geographisch gesehen strebt ELMOS eine Durchdringung des nordamerikanischen Markts und mittelfristig eine
vermehrte Expansion in den asiatischen Markt an.

Fir das Jahr 2005 wird allgemein mit einem Nachfragerlickgang im weltweiten Halbleitermarkt gerechnet. In der
Automobilindustrie wird jedoch von keinen gréBeren Verédnderungen in der weltweiten Nachfrage nach Halbleitern
ausgegangen. Die Zulassungszahlen fiir Neufahrzeuge werden keine Uberraschungen bringen und im
Wesentlichen an die Vorjahreszahlen anschlieBen. Aufgrund des kontinuierlich steigenden Elektronikanteils je
Fahrzeug wird der Markt fir automobile Halbleiter weiter steigen. Fir die automobilen Halbleiterchips wird ein etwa
acht- bis neunprozentiges Wachstum bis 2010 erwartet.

Die gut gefillte Produkt-Pipeline aus den Design-Wins der vergangenen Jahre und der — trotz der im zweiten
Halbjahr 2004 gesunkenen Book-to-bill-Rate — zufriedenstellende Auftragseingang fir 2005 unterstreichen dies.
Mit der gréBeren Liefermenge ist eine héhere Auslastung der Fertigungskapazitaten in Dortmund verbunden, was
zu einer weiteren Verbesserung der Ertragssituation fiihren wird.

Dortmund, im Februar 2005

Knut Hinrichs Dr. Klaus Weyer Dr. Peter Thoma Reinhard Senf
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